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300+ 
员工数量

55%

97项 3000+
合作客户

专利

研发人员



2016.5
川土微电子成立

2017.7
第一颗产品面市

2018.6
首颗隔离器产品面市

2020.11
首颗接口产品量产

2021.12
首批CAN和隔离器产品
通过AEC-Q100认证并量产交付

2022.8
获评国家级
专精特新“小巨人”企业

2022.8
通过ISO26262体系认证

2022.12
川土微电子检测中心
通过CNAS实验室认可

2023.1
CA-IF1042VS-Q1
荣获“中国芯”芯火新锐产品

发展历程

2023.12
川土微电子＆上汽集团下属
联合汽车电子有限公司
签署合作协议

2023.2
荣获“车规级模拟类芯片
优质供应商”荣誉



共创卓越中国芯

客户至上

志存高远

持续创新

完美极致

诚实守信

长期主义

务实主义

专业主义

人文主义

共享美好芯时代

模  拟  之  道        汇  聚  于  芯

使 命 愿 景 价值观 经营理念

企业理念



工业端产品矩阵

01 数字隔离器系列 04 高精度隔离采样系列

02 隔离接口系列 05 隔离驱动+电机驱动系列

03 接口系列 06 智能开关+电源管理系列



汽车端产品矩阵

01 CAN/LIN系列 04 电机驱动系列

02 隔离驱动系列 05 泛隔离系列

03 SBC系列 06 智能开关系列



带隔离电源系列 功率集成系列 功能安全系列

Multi-
die

Multi-
die

subst
rate

Cap.
Ind.

μMiC A μMiC B

隔离
器件

功率
器件

整流
器件

控制
监控

μMiC C

功能
安全

信号
链

电源
管理

数字
控制

μMiC产品定义与介绍

μMiC 是川土微电子注册商标，是

公司微模组化集成芯片的集合。

该特色产品系列融合了高端芯片设计、

先进封装、系统集成等领先技术，呈

现给客户方案级、模组级、系统级的

芯片。致力于帮助客户增加设计差异

化、降低成本、缩小体积、降低设计

难度、保障供应链安全、简化元器件

供应链。

μMiC—micro-Module in Chip



典型的μMiC产品

01 带隔离电源系列 02 功率集成系列 03 功能安全系列

带隔离电源数字隔离器

带隔离电源隔离接口

带隔离电源隔离采样

功能安全隔离驱动器

功能安全电机驱动器

功能安全系统基础芯片

点火驱动器

固态继电器

DC/DC转换器模组

电机驱动器模组

隔离DC/DC转换器及模组



μMiC特性 产品特性

• 集成度：变压器+变压器驱动器+

多通道数字隔离器+收发器

（RS485/CAN/LVDS等收发器）

• 小型化：SOW16 

10.3mmx7.5mm

• 易用性：仅需电源管脚去耦电容

• 3.3V/5V逻辑供电

• 增强隔离耐压 1414VPK

• CMTI 150kV/us

• RS485：

- 数据速率0.5/10/20/50Mbps

- 最多可支持256节点

- 总线耐压 ±12V/30V

- HBM ESD ± 20kV

• CAN：

- 数据速率5Mbps

- 总线耐压 ±58V

- HBM ESD ± 8kV

框图

典型的μMiC产品—带隔离电源系列



μMiC特性 产品特性

• 集成度：信号隔离+多通道功率

驱动+驱动MOS管

• 小型化：LGA22 15mmx12mm

• 易用性：无外部器件，直接驱动

保险丝

• 输入电压范围3V~5.5V

• 输出电压范围6V~40V

• 典型驱动电流6A/10A

• 瞬态隔离耐压，驱动侧通道间

>2KV，输入到驱动侧：>1500V

• 集成四通道两级驱动

• 输出通道1/2与3/4完全独立，电

特性隔离

框图

典型的μMiC产品—功率集成系列



μMiC特性 产品特性

• 功能集成：电源变换器+数字控

制+收发器+驱动器

• 超小型：从PCB板级向单芯片级

演进

• 超低功耗：集成后，功能控制更

加细分，可以实现超低功耗

• 电源变换器：4.5V~40V输入电

压，5V/3.3V输出电压，输出电

流150mA/250mA/500mA/1A

等

• 收发器：多路CAN/LIN

• 驱动器：高低边开关/电机驱动

• 数字控制：数字通讯接口

SPI/I2C等+时序控制

+Watchdog+寄存器+OTP/MTP

等

框图

典型的μMiC产品—功能安全系列



核心技术—隔离

容隔与磁隔融合技术

✓ 双电容隔离：隔离耐压高，瞬态RTB达到15KVrms；

✓ 温度稳定性好：耐压稳定，寿命长，不会随温度衰减；

DieBDieA SiO2 SiO2

塑封体

增强耐压技术

磁隔（能量）

✓ 超厚磁隔离：高隔离耐压、高Q值；

✓ 高效率传输能量，具有较高的耦合系数。

容隔（信号） 16um厚度，理论耐压2*16*500v=16kv

平均RTB=14.7KVrms

三合一技术

✓ 三合一高度集成化：将隔离电源、数字隔离器与接口3者集成；

✓ 片上变压器技术：小面积、高耐压>5kV、高耦合系数>0.7；

✓ 高效率转换技术：自适应开通整流电路（专利保护）。



多节点组网中的输出振铃抑制技术 电磁兼容与辐射改善技术 位时间宽度对称性改善技术

   

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

 
 
 
 

    

                         

           
       

        

   

 

  

  

  

  

  

  

  

                                   

 
 
 
 

    

                      

           

        

核心技术—接口



基准源高阶补偿技术

✓ 业界最好的温度系数：1ppm/℃

✓ 优化的温度迟滞性能：30ppm

多路径嵌套补偿的高增益斩波技术

✓ 斩波运放采用降低纹波技术

✓ 环路斩波技术消除系统失调

低功耗低噪声三阶Delta-sigma架构

✓ 单环3阶3bit量化调制器

✓ 多模数字滤波器提供需要的数据率

高精度可调节低功耗RC振荡器技术

✓ 有效抑制比较器失调电压的影响

✓ 集成调整可修调电阻和温度补偿

✓ 异步逐次逼近型量化器减小功耗
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核心技术—高性能模拟



应用领域

工业控制

01 伺服

02 变频器

03 运动控制

04 可编程逻辑控制器

05 人机界面

06 集散控制系统

07 工业机器人

08 工业电脑

09 电梯控制

电源能源

01储能

02 通信电源

03 工业电源

04 充电桩

05 光伏逆变器

06 风电变流器

07 LED驱动电源

08 消费电源

09 其他电源

汽车电子

01 电动汽车主驱

02 动力电池管理

03 车载充电机

04 车载电源及配电

05 空调控制器

06 车灯驱动

07 智能座舱

08 辅助驾驶

通讯与计算

01 无线通信基站

02 通信交换机和路由器

03 计算与数据存储

04 光通讯

其他应用

01 家用电器

02 制热通风

03 医疗电子

04 楼宇控制

05 仪器仪表

06 智能电网

07 电动工具

08 电动出行

09 其他工业



工业控制

电源能源

工业客户



通讯与计算

其他领域

海外客户

工业客户



OEM

Tier 1

汽车客户



OEM

OEM

OEM

OEM

质量是客户信任的基础，是公司生存发展
的根本。

倾听客户声音，以客户要求和期望作为驱
动，持续创新。
全员参与，全价值链贯彻，建立先进流程
和规则并持续改进。

川土致力于为客户提供高质量的产品和完
美极致的服务。

质量方针 》功能安全设计
》全流程D-FMEA风险分析
》全生命周期设计考虑（DFS / DFT / DFR / DFM / DFY）

01 严谨的产品设计

》车规级FAB
》车规级OSAT
》 AEC-Q100第三方实验室

02 完善的供应链

》APQP、IATF16949
》三温量产出货
》 AEC-Q004 零缺陷指南

03 严格的质量管控

质量目标



ISO26262体系认证 隔离器VDE/UL认证 隔离器CQC/TÜV认证

认证与标准

车规认证



设计 晶圆生产 封装 测试 可靠性鉴定

自主设计 IATF16949 IATF16949 IATF16949 CNAS 认可

ISO9001 ISO9001 ISO9001 ISO9001 车规IC鉴定

CNAS实验室 ISO14001 ESDS20.20 ESDS20.20

ISO26262 ISO45001 ISO14001 ISO14001

QC080000 ISO45001 ISO45001

QC080000 QC080000

1 2 3 4 5

IC供应链



封装测试专线



HTOL测试 回流焊测试 三温测试

X射线检查 超声波扫描温循

CNAS实验室



拥抱竞争 适应变化，提供多品类高质量的芯片产品

专注工业与汽车应用市场，提供丰富的产品门类和解决方案

支持碳达峰碳中和，拥抱新能源变革并帮助建设洁净美好世界

隔离与接口/驱动与电源/高性能模拟/μMiC产品
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